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@ Klebstoffolie zum Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper und Verfahren zu deren 
Herstellung 

@ Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klebstoffolie 
zum Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kar- 
tenkorper, insbesondere fur Telefonkarten, Kredidkarten 
und dergleichen, die auf einer Rezeptur aus einem Elasto- 
mer mit einem Anteil von 60 bis 100 Gew.-%, einem Co- 
polyamid mit einem Anteil von 0 bis 40 Gew.-% und ei- 
nem Vernetzer mit einem Anteil von 0,1 bis 10 Gew.-% ba- 
siert, um bei geringen, individuell an den Kartentrager 
und/oder das elektrische Modul anpafSbaren Verarbei- 
tungstemperaturen mit einer anschliefcend ausreichen- 
den Warme- und Verbundfestigkeit ein maschinelles Im- 
plantieren der elektrischen Module mit hohen Verarbei- 
tungsgeschwindigkeiten zu ermoglichen. Daruber hinaus 
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer 
■ solchen Klebstoffolie. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klebstoffolie zum 
Implantieren von elekirischen Modulen in einen Kartenkbr- 
per, insbesondere fur Telefonkarten, Kreditkarten und der- 
gleichen, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. 

Zum Implantieren von elektrischen Modulen, bspw. inte- 
grierlen Schaltkreisen und dergleichen, in einen eine Aus- 
sparung fur ein derartiges eleklrisches Modul aufweisenden 
Kartenkorper, bspw. fur Telefonkarten, Kreditkarten, Park- 
automalkarten und dergleichen, sind im Stand der Technik 
zahlreiche Verfahren und KiebstofTsysteme bekannt, so 
bspw. aus dcr EP 0 842 995 A 1 . 

Die elektrischen Module, insbesondere integrierte Schalt- 
kreise (ICs) mil elektrischen Kontaktflachen auf zumindest 
einer Seite, werden dabei mittels der in Form von Klebstoff- 
folien, fliissigen KlebstofTen und dergleichen KiebstofTsy- 
steme in einer entsprechenden Aussparung des Kartenkbr- 
pers fixiert. Die dafur bisher zur Verfugung stehenden Kieb- 
stofTsysteme geniigen den an die Verbindung zwischen dem 
elektrischen Modul und den Kartenkorper gestellten Karten- 
korper nicht, insbesondere nicht hinsichtlich einem maschi- 
nellen Implantieren der elektrischen Module in einen Kar- 
tenkorper mil hohen Implantationsgeschwindigkeiten und 
Durchsatzralen. 

Fliissige ReaktivklebstolTe, bspw. auf Cyanacrylat-Basis 
hergeslellte KlebstofTe, sind hinsichtlich einer gleichrnaBi- 
gen und homogenen Auswertung schwer zu kontrollieren. 
Daruber hinaus ist die Qualitat der Klebverbindung gering 
und eine exakte Dosierung praktisch unmoglich, wodurch 
beim Implantieren der elektrischen Module. in den Karten- 
korper sogenannte Klcbstoffausquctschungcn die Rcgcl 
sind, welche die zu fertigende TeleTon- oder Kreditkarte so- 
wohl technisch als auch optisch unbrauchbar machen. 

Die im Stand der Technik ebenfalls bekannten filmfbfmi- 
gen Schmelzklebstoffe zum Implantieren der elektrischen 
Module in einen Kartenkorper weisen weitere Nachteile auf. 
Diese KlebstofTe, auch HeiBklebstoffe genannt, mussen zum 
Erzielen einer Klebwirkung erhitzt bzw. heiB verpresst wer- 
den. Die dazu erforderlichen Temperaturen fiihren zu Be- 
schadigungen der iiblicherweise aus KunststofT gefertigten 
Kartenkorper- und/oder der in diese zu implantierenden 
elektrischen Module, bspw. aufgrund von Verformungen des 
Kartenkorpers und Verspannungen zwischen dem Karten- 
korper und dem elektrischen Modul aufgrund der hohen 
Verarbeitungs temperaturen beim Verkleben. 

Die Verbindung zwischen dem Kartenkorper und dem 
elektrischen Modul weist bei Verwendung von ebenfalls be- 
kannten, bei niedrigeren Temperaturen klebend werdenden 
SchmelzklebstofTen den gravierenden Nachteil auf, daB die 
Verbindung nicht die erforderliche Warmefestigkeit auf- 
weist, so daB sich das elektrische Modul bei geringen Tem- 
peraturen vom Kartenkorper abgelost werden kann, bspw. 
mittels eines Bugeleisens, und somit ohne Zerstbrung der 
Karte ablbsbar ist. Eine solche Verbindung weist dabei eine 
ungeniigende Sicherheit auf und erfullt damit nicht die in 
der Regel von solchen Karten geforderten Sicherheitsstan- 
dards. 

Der Erfindung liegt in Anbetracht dieses Slandes der 
Technik die Aufgabe zugrunde, eine Klebstoffolie zum Im- 
plantieren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper 
anzugeben, welche bei geringen, individuell an den Karten- 
korper und/oder das zu implantierende elektrische Modul 
anpassbaren Verarbeitungstemperaturen eine anschlieBend 
ausreichende Warme- und Verbundfestigkeit aufweisi, wo- 
bei ein maschincllcs Implantieren dcr elektrischen Module 
mil hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten fur groBe Stuck- 
zahlen problemlos erzielbar sein soli. 



ErfindungsgemaB wird die Aufgabe gelbst durch eine 
Klebstoffolie der eingangs genannten Art, basierend auf ei- 
ner Rezeptur aus einem Elastomer mil einem Anteil von 60 
bis 100 Gew.-%, einem Copolyamid mil einem Anteil von 0 
5 bis 40 Gew.-% und einem Vernetzer mil einem Anteil von 
0,1 bisl0Gew.-%. 

Ausgehend von dieser Rezeptur kbnnen die Verarbei- 
tungstemperaturen zum Implantieren von elekirischen Mo- 
dulen in Kartenkorpem sowohl an die Kartenkorper als auch 

to an die zu implantierenden elektrischen Module individuell 
angepaBt werden. Es wurde herausgefunden, daB sich durch 
die Wahl des Elastomers die Klebrigkeit der Klebstoffolie 
ubcr den Tcmpcraturbcrcich auch ohne Tcmpcraturcinwir- 
kung einstellen laBt, was fiir eine Dosierung, Prapositionie- 

15 rung und Posiuonierung beim Implantieren der elektrischen 
Module von groBer Bedeutung ist. Durch die Verwendung 
eines Copolyamids, welches vorteilhafterweise wie ein Hot- 
melt-Pulver wirkt, wird mil der erfindungsgemaBen Kleb- 
stoffolie eine hervorragende Benetzung der zu klebenden 

20 Komponenten, d. h. des Kartenkorpers und des elektrischen 
Moduls, erreicht, wodurch eine hohe Verbundfestigkeit zwi- 
schen den zu verklebenden Komponenten gegeben ist. Diese 
Eigenschaften der erfindungsgemaBen Klebstoffolie erlau- 
ben ein problem loses maschinelies Implantieren der elektri- 

25 schen Module mil hohen Verarbeilungsgeschwindigkeilen. 
GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
ist das Elastomer ein mittels Emulsionspolymerisation her- 
gesteltles Polyacrylat, vorzugsweise Plextol® 440 der Fa. 
Polymer Latex. Durch die Verwendung dieses kautschukela- 

30 stischen Acrylats, aber auch anderer kautschukelastischer 
Acrylate, lassen sich auch bei Raumtemperatur, also bei 
ctwa 20°C, klcbcndc Produktc crzeugen. 

GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Er- 
findung ist die Rezeptur auf einem Tragermaterial aufge- 

35 bracht, vorzugsweise auf silikonisiertem Papier. Durch die 
Verwendung des Tragermaterials ist die Klebstoffolie vor- 
teilhafterweise stanzbar, was fiir ein maschinelies Implantie- 
ren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper mit ho- 
hen Verarbeitungsgeschwindigkeiten fiir groBe Stiickzahlen 

40 besonders vorteilhaft ist. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist 
die Klebstoffolie eine Dicke von 10 bis 120 urn auf und ist 
mittels der gezielten Aus wahl eines Vernetzers, vorteilhaf- 
terweise eines verblocklen Isocyanales, individuell an Ver- 

45 arbeitungstemperaturen zwischen 90 und 160°C anpaBbar. 
Durch die Zugabe des Vernetzers, der vorteilhafterweise 
an Verarbeitungstemperaturen zwischen 90 und 160°C an- 
paBbar ist, sind sowohl die Verbundfestigkeit als auch die 
Warmefestigkeit der mil diesen Klebstoffolien hergestellten 

50 Verbindungen zwischen dem Kartenkorper und dem elektri- 
schen Modul gezielt steuerbar. Dies ist besonders vorteil- 
haft, da die Verbundfesugkeit und die Warmefestigkeit ge- 
rade fur die Herstellung von sogenannten Sicherheitskarten 
unerlaBlich ist, um Manipulationen dieser Karten verhin- 

55 dern zu kbnnen, bspw. von Kreditkarten, Zugangsberechti- 
gungskarten und dergleichen. 

Verfahrensseitig wird mit der Erfindung ein Verfahren zur 
Herstellung einer erfindungsgemaBen Klebstoffolie angege- 
ben, wobei ein Elastomer mit einem Anteil von 60 bis 

60 100Gew.-%, ein Copolyamid mit einem Anteil von 0 bis 
40 Gew.-% und ein Vernetzler mil einem Anteil von 0,1 bis 
l0Gew.-% miteinander vermengt werden, diese Rezeptur 
auf einem Tragermaterial ausgetragen und schlieBlich ge- 
trocknet wird. 

65 VerfahrensgemaB wird dabei das Elastomer in Form einer 
durch Emulsionspolymerisation hcrgcslclltcn Polyacrylatdi- 
spersion timer Ruhren mit dem Copolyamid und dem Ver- 
netzer bzw. Harter versetzi. Diese in wassriger Dispersions- 
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form vorliegende Mischung wird dann mittels eines Rakels 
auf dem Tragermaterial, vorzugsweise Silikonpapier, aufge- 
iragen und getrocknet. Auf diese Art und Weise lassen sich 
KlebstofToIien mit einer Dicke von 10 bis 120 urn herstellen, 
deren Verarbeitungstemperaturen individuell an die seitens 5 
der Kartenkorper und/oder der elektrischen Module gestell- 
ten Anforderungen anpaBbar sind. 

Im folgenden wird die erfmdungsgemaBe Klebstoffolie 
anhand zweier Ausfuhrungsbeispiele einer Rezeptur naher 
beschrieben: 10 

Bei spiel 1 

Es wurden Plextol DV 440 der Fa. Polymer Latex als Ela- 
stomer mit einern Anteil von 80,0 Gew.-% und Vestamelt 15 
1310 der Fa. Huls-Degussa als Copolyamid mil einem An- 
teil von 20,0Cew.-% miteinander vermengt, auf silikoni- 
siertem Papier als Tragermaterial ausgetragen und getrock- 
net. Dabei ist in Vestamelt 1310 ein Isocyanal bereits enthal- 
len. Die so hergestellte Klebstoffolie konnte in Dicken von 20 
10 bis 120 um hergestellt werden und wies bei einer Verar- 
beitungstemperatur (Aktivierung der Klebung) von etwa 90 
bis 100°C eine Verbund- und Warmefestigkeit bis 180°C 
auf. 

25 

Beispiel 2 

Es wurden Plextol DV 455 der Fa. Polymer Latex als Ela- 
stomer mit einem Anteil von 84,0Gew.-%, Vestamelt 1027 
der Fa. Huls-Degussa als Copolyamid mit einem Anteil von 30 
15,0Gew.-% und Trixene BI 7962, ein Isocyanat, als Ver- 
nctzcr mit einem Anteil von 1 ,0 Gcw.-% miteinander vcr- 
mengt, auf silikonisiertem Papier als Tragermaterial ausge- 
tragen und getrocknet. Die so hergestellte Klebstoffolie 
konnte in Dicken von 10 bis 120 um hergestellt werden und 35 
wies bei einer Verarbeitungstemperatur (Aktivierung der 
Klebung) etwa 90 bis 100°C eine Verbund- und Warmefe- 
stigkeit bis 180°C auf. 



4 

aus Plextol DV 440 mit einem Anteil von 80,0 Gew.-% 
und Vestamelt 1310 mit einem Anteil von 20,0 Gew.-% 
basiert, 

9. Klebstofffolie nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB diese auf einer Rezeptur 
aus Plextol DV 445 mit einem Anteil von 84.0 Gew.- 
%, Vestamelt 1027 mit einem Anteil von 15.0Gew.-% 
und Trixene BI 7962 mit einem Anteil von 1 ,0 Gew.-% 
basiert. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Klebstoffolie zum 
Implantieren von elektrischen Modulen in Kartenkor- 
pern, insbesondere fur Telefonkarten, Kreditkarten und 
dcrglcichcn, dadurch gckcnnzcichnct, daB ein Elasto- 
mer mit einem Anleil von 60 bis 100 Gew.-%, ein Co- 
polyamid mit einem Anteil von 0 bis 40 Gew.-% und 
ein Vernetzer mit einem Anteil von 0,1 bis 10 Gew.-% 
miteinander vermengt werden, diese Rezeptur auf ei- 
nem Tragermaterial ausgetragen und schlieBlich ge- 
trocknet wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Elastomer ein Polyacrylat verwendet 
wird, vorzugsweise Plextol 440. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Rezeptur auf silikonisiertem Pa- 
pier ausgetragen wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie nach 
dem Trocknen gestanzt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie mit ei- 
ner Dicke von 10 bis 120 um hergestellt wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie bei 
Temperaturen zwischen 90 und 160°C verarbeitbar ist. 



20 



Patentanspruche 40 

1. Klebstoffolie zum Implantieren von elektrischen 
Modulen in einen Kartenkorper, insbesondere Telefon- 
karten, Kreditkarten und dergleichen, basierend auf ei- 
ner Rezeptur aus einem Elastomer mit einem Anteil 45 
von 60 bis 100 Gew.-%, einem Copolyamid mit einem 
Anteil von 0 bis 40 Gcw.-% und einem Vernetzer von 
0,1 bis l0Gew.-%. 

2. Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Elastomer ein Polyacrylat ist, vor- 50 
zugsweise Plextol 440. 

3. Klebstofffolie nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Vernetzer ein ver- 
blocktes Isocyanat ist. 

4. Klebstoffolie nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 55 
durch gekennzeichnet, daB die Rezeptur auf einem Tra- 
germaterial aufgebracht ist, vorzugsweise auf silikoni- 
siertem Papier. 

5. Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB diese slanzbar ist. 60 

6. Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB diese eine Dicke von 10 bis 
120 um aufweist. 

7. Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB diese an Verarbeitungstem- 65 
pcraturcn zwischen 90 und 160°C anpaBbar ist. 

8. Klebstofffolie nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB diese auf einer Rezeptur 
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